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１．概要（Summary） 

微細構造を有する機能性光学素子の試作、開発のた

め、石英基板に矩形の微細構造体を作り込む加工プロセ

スを検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ装置(芝浦メカトロニクス，CFS-4ESII) 

レーザ描画装置 (ハイデルベルグインスツルメンツ，

DWL2000CE) 

Deep RIE装置#3 (住友精密，MPX SR) 

熱電子 SEM (日立，S3700N) 

 

【実験方法】 

石英基板表面に芝浦スパッタ装置にて Cr 膜を成膜し

た。フォトレジストをコーティングし，レーザ描画装置にて

露光し，現像によりフォトレジストのパターニングをおこな

った。フォトレジストパターンをマスクとして Cr 膜をウェット

エッチングによりパターニングした。この Cr 膜をマスクとし

て Deep RIE 装置にて石英基板をエッチングした。石英

のエッチング面の平坦度や所望のエッチング形状を得る

ために Deep RIE装置でのドライエッチングプロセスの条

件の開発を行った。開発した石英のドライエッチング条件

ではフォトレジストとの選択比を得られないので，Cr 膜を

マスク材として用いることにした。石英基盤のエッチング加

工後に Crマスクを除去した。 

上記の一連の工程を 2回繰り返し処理することにより石

英基板に２段構造の矩形構造体を作製した。 

完成後、熱電子 SEMにて加工形状を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回試作した石英基盤サンプルの SEM 画像を Fig.1

に示す。 

Cr のパターニング、石英基板エッチング、Cr 除去の一

連の工程を２回繰り返したことで、2 段構造の矩形構造を

作製することができたことを確認した。 

また、この加工プロセス手法を応用し、 トータルの高さ

が数 μmで総段数が 30段以上の構造体も作製できること

を確認した。 

 

 

Fig.1  SEM image of quarts glass 

microstructure 
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